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(57) Abstract: The invention relates to an electronic module (1) comprising at least one circuit carrier (3) coated on both sides with 
an electroconductive material and fitted with a first group of electronic components (2, 2 r ) for forming a user interface and a second 
group of electronic components (4, A 7 ) for forming a computing and control module. The invention also relates to a method for 
producing one such module (1). According to said method, the components (2, 2', 4, 4^) are carefully arranged respectively on the 
cover side (5) and on the appliance side (7) of the module (1) in such a way that the design and function of the module (1) can be 
completely unrelated. In order to reduce the production costs of the inventive module, printed circuit boards coated on both sides 
are used as circuit carriers (3) that are free of STH through-connection points. According to the invention, the signal transmission is 
carried out via plug-in elements (8), lateral elements (9), and thro ugh -connection elements (10). 

[Forts etzung aufder ndchsten Seite J 



WO 2005/081594 A2 I II III II II 11 11 1 lllllllllllllllllllllllllllllll llllllllllll llll 



TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, 
ZW. 

(84) Bestimmungsstaaten (soweit nicht anders angegeben, fur 
jede verfugbare regionale Schutzrechtsart): ARIPO (BW, 
GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, 
ZM, ZW), eurasisches (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, 
TJ, TM), europaisches (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, 
EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, MC, NL, 
PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, 
CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG). 



Veroffentlicht: 

— ohne internationalen Recherchenbericht und emeut zu ver- 
offent lichen nach Erhalt des Berichts 

Zur Erkldrung der Zweibuchstaben- Codes und der anderen Ab- 
kiirzungen wird auf die Erklarungen ("Guidance Notes on Co- 
des and Abbreviations ") am Anfang jeder regular en Ausgabe der 
PCT-Gazette verwiesen. 



(57) Zusammenfassung: Die vorliegende Erfindung betrifft eine elektronische Baugruppe (1), die zumindest einen zweiseitig mit 
einem elektrisch leitfahigem Material beschichteten Schaltungstrager (3) aufweist, wobei der Schalltungstrager mit einer ersten 
Gruppe elektronischer Bauteile (2, 2') zur Gestaltung einer Benutzerschnittstelle und mit einer zweiten Gruppe elektronischer Bau- 
teile (4, 4') zur Gestaltung eines Rechner- and Steuermoduls bestuckt ist; die Erfindung betrifft ferner ein Verfahren zur Herstellung 
einer solchen Baugruppe (1). Dabei kann durch eine geschickte Anordnung der Bauteile (2, 2', 4, 4') jeweils aaf der Blendenseite (5) 
und der Gerateseite (7) der Baugruppe (1) eine vollstandige Entkopplung von Design and Funktion der Baugruppe (1) erreicht wer- 
den. Um die Hers tell ungskosten der erfindungsgemassen Baugruppe zu reduzieren, werden zweiseitig beschichtete Leiterplatten als 
Schaltungstrager (3) eingesetzt, die frei von STH- Durchkontaktierungsstellen sind, wobei erfindungsgemass die Signalubertragung 
uber Steckelemente (8), Seitenelemente (9) und Durchkontaktierungselemente (10) erfolgt. 
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Beschreibung 

Elektronische Baugruppe und Verfahren zur Herstellung 

dieser 

[001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine elektronische Baugruppe, die zumindest 

einen zweiseitig mit einem elektrisch leitfahigem Material beschichteten Schal- 
tungstrager aufweist, wobei der Schaltungstrager mit einer ersten Gruppe elek- 
tronischer Baiteile zur Gestaltung einer Benutzerschnittstelle und mit einer zweiten 
Gruppe elektronischer Bauteile zur Gestaltung eines Rechner- und Steuermodils 
bestiickt ist; die Erfindung betrifft ferner ein Verfahren zur Herstellung einer solchen 
Baugruppe. 

[002] Elektronische Baugruppen der eingangsgenannten Art sowie entsprechende 
Verfahren zum Herstellen einer solchen Baugruppe sind aus der Leiterplattenbe- 
stiickingstechnik bekannt. Hierbei ist die Auswahl des Leiterplattenbasismaterials zur 
Fertigqng der entsprechenden elektronischen Baugruppe von hoher Wichtigkeit, da das 
verwendete Basismaterial in erheblichem MaBe mit iiber die elektrischen, me- 
chanischen und hochfrequenztechnischen Eigenschaften sowie iiber die einsetzbaren 
Fertig^gsverOfahren und die zu erwarteten Kosten der zu fertigenden Platine bzw. 
Baugruppe entDscheiden. Der Auswahl des richtigen Basismaterials kommt demzufolge 
eine wesentliche Bedeutung zu. 

[003] Bei mit Leiterplatten bestuckten Haushaltgeraten, wie zum Beispiel Wasch- 
maschinen, Geschirrspiilern, Kiihl-/Gefriergeraten und Herden, wird aus Ko- 
stengriinden auf eine beidseitige Bestiicking einer zweiseitig beschichteten Lei- 
terplatte verzichtet, da dieses relativ teure Leiterplatten mit vorbereiteten Durchkontak- 
tierungen notwendig machen wiirde. Aus diesem Grund werden zur Zeit in der Regel 
die relativ preisgunstigen, einseitig beschichteten Leiterplatten vom Typ CEM1 bzw. 
CEM3 eingesetzt. Jene Leiterplatten haben ihr Einsatzgebiet bei Massenanwendungen 
mit Forderungen nach verbesserten mechanischen und elektrischen Eigenschaften, wie 
es beispielsweise bei Haushaltgeraten der Fall ist. Jene Leiterplatten sind stanzbar, 
jedoch nur bedingt durchkontaktierbar. Der Nachteil von elektronischen Baugruppen, 
die aif einer einseitig beschichteten Leiterplatte angeordnet sind, liegt jedoch ins- 
besondere in der begrenzten Platzierungsmoglichkeit von den Bauteilen, die die 
Bajgruppe begriinden, sowie in der eingeschrankten Moglichkeit der Entflechlung der 
Verbindungsmoglichkeiten. 

[004] Unter dem Begriff „Entflechtung einer Verbindingsmdglichkeit" ist in diesem 



WO 2005/081594 



2 



PCT/EP2005/050649 



ZusamDmenhang jene Eigenschaft gemeint, dass eine elektronische Baugruppe zur An- 
steuerung eines Gerates derart konzipiert ist, dass bestimmte Funktionsbereiche der 
Baugruppe raumlich getrennt voneinander als Module angeordnet sind, um moglichst 
flexibel das jeOweilige Gerat an Anderungen hinsichtlich Designverbesserungen oder 
Funktionalitaten des Gerats anzupassen. Insbesondere bei modernen Haushaltgeraten 
werden designbeeinflusste Prodtktkriterien neu bewertet und zunehmend in der 
Gestaltung beriicksichtigt. Die Weiterentwicklung eines derartigen Gerates betrifft 
dabei tatsachlich im wesentlichen nur die Bedienflache, also die Schnittstelle zwischen 
dem Gerat und dem Benutzter, wobei die eigentliche Elektronik des Gerates in der 
Regel im Prinzip unverandert bleiben kann. Dies liegt daran, dass beim Entwurf von 
Haushaltgeraten das Design der Bedienflache eine zunehmend wichtige Rolle spielt, 
da dieses beim Endkinden bei der Kaufentscheidung im wachsenden MaBe beachtet 
wird: Es hat sich gezeigt, dass bei Geraten, die mit Leiterplatten bestiickt sind, auf 
welchen die zugehorigen elektronische Baugruppe in einem sogenannten verflochtenen 
Zustand vorliegt, d.h. wobei die Elektronik in direktem Funktionszusammenhang mit 
beispielsweise der Benutzerschnittstelle steht, es bei einer Abanderung der Be- 
dienflache des Gerates oftmals erforderlich ist, auch die Elektronik entsprechend zu 
modifizieren. Dies hat natiirlich unerwunschte Zusatzkosten zur Folge. 
[005] Aus der DE 198 164 445 Al ist eine Losung bekannt, bei der elektronische 

BaugrupOpen eines elektrischen Gerates auf jeweils einem einseitig beschichteten 
SchaltungsDtrager aufgebracht und kontaktiert sind, wobei nach der Bestiickung der 
jeweiligen Schaltungstrager die jeweils unbestuckten Flachen der Einzelleitungstrager 
aufeinanDder gelegt und entsprechend mechanisch fixiert werden. Der Nachteil bei 
diesem aus dem Stand der Technik bekannten Verfahren zur Herstellung einer 
derartigen Baigruppe liegt darin, dass die mechanisch verbundenen und Ubereinan- 
dergelegten Einzelplatten letztendlich zu dick sind, und ferner das Verfahren relativ 
kostenintensiv ist. 

[006] Der vorliegenden Erfindung liegt das technische Problem zugrunde, eine elek- 
tronische Bajgruppe der eingangsgenannten Art sowie ein entsprechendes Verfahren 
zum HerDstellen einer derartigen Baugruppe anzugeben, wobei eine Entflechtung von 
VerbinDdungsmoglicHceiten der entsprechenden Module moglich ist. 

[007] Diese Aufgabe wird bei einer elektronischen Baugruppe der eingangsgenannten Art 

dadurch gelost, dass die erste Gruppe der elektronischen Bauteile zur Gestaltung der 
Benutzerschnittstelle bzw. des Benutzerschnittstellenmodils arf einer ersten Seite des 
Schaltungstragers und die zweite Gruppe der elektronischen Bauteile zur Gestaltung 
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des Rechner- und Steuermoduls auf einer der ersten Seite gegenuberliegenden, zweiten 
Seite des Schaltungstragers aufgebracht und kontaktiert sind. 
[008] Das der vorliegenden Erfindung zugrunde liegende technische Problem wird ferner 
durch ein Verfahren zum Herstellen der erfindung sgemaBen Baugruppe durch 
folgende Verfahrensschritte erfindungsgemaB gelost: Bestiicken der erste Seite des 
SchaltungsDtragers mit einer ersten Gruppe der elektronischen Baiteile zur Gestaltung 
der Benutzerschnittstelle der Baugruppe; Bestiicken der zweiten Seite des Schal- 
tungstragers mit einer zweiten Gruppe der elektronischen Baiteile zur Gestaltung eines 
Rechner- und Steuermoduls der Baigruppe; und Einrichten von Signalubertragungs- 
und/oder Leislungsversorgungsverbindungen zwischen der ersten Seite und der 
zweiten Seite. 

[009] Die Vorteile der Erfindung liegen insbesondere darin, dass durch die Entflechtung 

der elektronischen Baiteile zur Gestaltung der Benutzerschnittstelle von den elek- 
tronischen Bauteilen zur Gestaltung des Rechner- und Steuermoduls die jeweiligen 
BauDteilgruppen bzw. Module vollkommen gesondert voneinander entwickelt und 
angeOpasst werden konnen. Insbesondere ist es beispielsweise bei Haushaltgeraten 
moglich, die Reahsierung eines neuen Design vorschlags fur die Benutzerschnittstelle 
bzw. Bedienflache des Gerates vollkommen gesondert von der zu schaltenden 
Elektronik besonders kostengiinstig und einfach umzusetzen. Von daher kanri bei einer 
Weiterentwicklung des Gerates ach aif bereits existierende Elektronik zuruck- 
gegriffen werden. 

[010] Die Vorteile der Verwendung eines zweiseitig beschichteten Schaltungstragers 

bzw. die Vorteile einer zweiseitigen Bestiickung des Schaltungstragers sind ferner 
beachtlich, da dies die Moglichkeit bietet, die gleiche elektronische Schaltung auf 
einer wesentlich kleineren Baugruppe unterzubringen, als es der Fall bei einem 
einseitig beschichteten Schaltungstrager ist. Als mogliche Schaltungstrager- Basisma- 
terialien kommt in bevorzugter Weise das CEM-1-, CEM-3- oder FR-4-Material zum 
Einsatz. Jene Materialien zeichnen sich - wie bereits angedeutet - durch verbesserte 
mechanische und elektrische Eigenschaften aus. Das FR-4-Basismaterial ist ferner fur 
hohere Temperaturen ausgelegt und weist dariiber hinaus eine erhohte Kriechstrom- 
festigkeit auf. Die genannten Materialien sind Standardmaterialien und aus der Leiter- 
plattentechnik bekannt. Selbstverstandlich konnen hierbei aber arh andere Basisma- 
terialien fiir die Leiterplatten bzw. Schaltungstrager eingesetzt werden. 

[011] Mit dem erfindungsgemaBen Verfahren wird eine Moglichkeit fiir ein einfach zu 

realiOsierendes und dabei sehr effektives Herstellungsverfahren der erfindungsgemaBen 
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elektronischen Baugruppe zur Optimierung der Entflechtung der einzelnen 
BauteileDgruppen angegeben. Dabei ist insbesondere vorgesehen, die mit der ersten 
Gruppe der elektronischen Bauteile zur Gestaltung der Benutzerschnittstelle bestiickte 
erste Seite des Schaltungstragers mittels Signaliibertragungs- und/oder Leistungs- 
versorgungsDverbindungen mit der auf der zweiten Seite des Schaltungstrager 
bestuckten zweiten Gruppe der elektronischen Bauteile zur Gestaltung des Rechner- 
und Steuermoduls zu verbinden. Erst dadurch wird es moglich, dass die erste Gruppe 
der elektronischen Bauteile vollkommen gesondert von der zweiten Gruppe der elek- 
tronischen Bauteile entwickelt bzw. angepasst werden kann. So ist es ferner denkbar, 
etwa zum Zwecke einer Realisierung eines neuen Design vorschlages fur die Be- 
dienflache eines Haushaltgerates, auf bereits existierende Elektronik zuriickzugreifen, 
wobei es lediglich notwendig ist, die erste Gruppe der elektronischen Bauteile ent- 
sprechend den Anderungswiinschen des neuen Designvorschlages anzupassen, 
wahrend die zweite Gruppe der elektronischen Bauteile vollkommen unverandert 
bleibt. Durch das entsprechend angepasste Einrichten der Signaliibertragungs- und/ 
oder Leistungsversorgungsverbindungen zwischen der ersten Seite und der zweiten 
Seite des Schaltungstragers ist es somit moglich, die Realisierung des neuen Design- 
vorschlagen fur die Bedienflache besonders kostengiinstig und einfach umzusetzen. 

[012] Bevorzugte Weiterbildungen der Erfindung sind beziiglich der elektronischen 

Baugruppe in den Unteransprlichen 2 bis 9 und beziiglich des Herstellungsverfahrens 
in den Unteranspriichen 11 bis 13 angegeben. 

[013] So ist fur die elektronische Baigruppe bevorzugt vorgesehen, dass der Schal- 

tungstrager frei von Durchkontaktierungsstellen, insbesondere von STH- Durchkontak- 
tierungsstellen (STH= Silver Through Hole) ist, wobei zumindest eine Signalubertra- 
gungseinrichtung zum wechselseitigen Ubertragen von Steuersignalen zwischen der 
ersten Gruppe der elektronischen Bauteile auf der ersten Seite des Schaltungstragers 
und der zweiten Gruppe der elektronischen Bauteile auf der zweiten Seite des Schal- 
tungstragers und/oder zur Versorgung der ersten Seite mit elektrischer Leistung iiber 
die zweite Seite oder umgekehrt vorgesehen ist. Durch diese vorteilhafte Weiter- 
entwicklung der elektronischen Baugruppe ist es insbesondere moglich, auf einfache 
Weise eine Trennung zwischen Blendendesign und Funktion atf einer Leiterplatte 
durchzufuhren. Unter dem Begriff „Blendendesign" fallen samtlich variantenbildenden 
Bedien- und Anzeigeelemente auf der Vorderseite des Schaltungstragers, wahrend 
unter dem Begriff „Funktion" die Varianten-unabhangige Funktion auf der Ruckseite 
des Schaltungstragers zu verstehen ist. 
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[014] In einer besonders bevorzugten Weiterentwicklung der letztgenannten 

AusfuhrungsDform der erfindungsgemaBen elektronischen Baugruppe ist vorgesehen, 
dass die SigDnalubertragungseinrichtung zumindest ein Steckelement aufweist, welches 
an einem BeOreich des Schaltungstrager uber gegeniiberliegende, atf der ersten und der 
zweiten Seite des Schaltungstragers ausgebildete und miteinander konjugierende 
Steckbereich gesteckt wird. Um in dieser Ausfiihrungsform Signale von der ersten 
Gruppe der elektronischen Bauteile von der ersten Schaltungstragerseite, die audi 
„Blendenseite" genannt wird, da sie zur Bedienblende des Gerats zeigt, der zweiten 
Gruppe der elektronischen Bauteile auf der zweiten, audi „Gerateseite" genannten 
SchaltungstraQgeseite zuzufiihren, werden die Signale auf der Blendenseite zu einem 
Randbereich gefiihrt und mittels des Steckelementes, wie etwa mittels eines Randkar- 
tensteckers, auf die Blendenseite gebracht. Dabei ist vorgesehen, dass sich der Master- 
Mikrokontroller des Gerats auf der Gerateseite, d.h. auf der Schaltungstragerseite, die 
zum Gerateinneren zeigt, befindet. Bei der Anordnung bzw. Auslegung der jeweiligen 
Steckbereiche auf der ersten und der zweiten Seite des Schaltungstragers ist es ferner 
denkbar, an den j eweiligen Randbereichen des Schaltungstragers eine stufenformig 
abgesetzte Ausnehmung vorzusehen. Dabei konnen die SteckeleDmente der jeweiligen 
Breite der Ausnehmung angepasst werden, so dass eine Sicherung der Steckelemente 
gegen seitliches Verschieben erreicht wird. Denkbar ist ferner, den Steckbereich an 
dem Randbereich des Schaltungstragers so aiszufiihren, dass dieser ach parallel zum 
Anschluss weiterer Elektronikmodule per Steckelement bzw. Randkartenstecker mit 
angeschlossenen Leitungen genutzt werden kann. Somit ist es moglich, die 
Steckbereiche nicht nur als Schnittstellen zwischen der ersten und der zweiten Seite 
des Schaltungstragers sondern ach als Schnittstellen des gesamten Schaltungstragers 
zu anderen Schaltungstragern zu verwenden. Selbstverstandlich sind hier aber auch 
andere Ausfuhrungsformen denkbar. 

[015] In einer besonders bevorzugten Realisierung der elektronischen Baugruppe ist 

vorgeOsehen, dass die Signalubertragpngseinrichtung zumindest ein Leiterelement, 
insbeDsondere einen Kabel- Jumper, aufweist, wobei jenes Leiterelement einen ersten 
KonDtaktbereich auf der ersten Seite des Schaltungstragers mit einem zweiten Kon- 
taktbereich arf der zweiten Seite des Schaltungstragers elektrisch verbindet. Eine 
derartige Signaltibertragqngseinrichtung in der Gestalt eines Leiterelementes ist bei- 
spielsweise zur Leistungsversorgqng der jeweiligen Baiteilgruppen auf der ersten bzw. 
zweiten Seite nutzbar, da das Leiterelement aif einer besonders leicht zu reali- 
sierenden Weise an die entsprechenden Bedingungen, wie Spannungsfestigkeit etc., 
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angepasst ausgelegt werden kann. Hier ist beiDspielsweise denkbar, dass die zweite 
Seite des Schaltungstragers uber ein Steckelement mit einem Netzteil und wiederum 
iiber ein Leiterelement mit der ersten Seite des Schaltungstragers verbunden ist, um 
derart die Spannungsversorgpng der beidseitig bestiickten Bauteilegruppen bzw. 
Module zu gewahrleisten. 

[016] Besonders vorteilhaft ist es, dass die Signaliibertragpngseinrichtung zumindest ein 
Durchkontaktierungselement aufweist, dass durch ein Durclgangsloch in dem 
SchalDtungstrager hindurchlauft und einen ersten Kontaktbereich auf der ersten Seite 
des Schaltungstragers mit einem zweiten Kontaktbereich auf der zweiten Seite des 
SchalOtungstragers elektrisch verbindet. Dabei ist denkbar, dass jenes Durchgangsloch 
in den Schaltungstrager durch Stanzen, Bohren, Laserbohren oder aber auch durch 
Frasen eingebracht wird. Mit dieser besonders bevorzugten Realisierung der erfin- 
- dungsgemaBen elektronischen Baugruppe ist es moglich, obwohl das Leiterplatten- 
Basismaterial aus Kostengrunden bewusst von vornherein frei von Durchkontak- 
tierungen ist, dennoch auf die aus der Leiterplattentechnik bekannten Vorteile hin- 
sichtlich DurchkontaktierungsDstellen, wie etwa STH- Durchkontaktierungen, zuriick- 
zugreifen, indem die fehlenden Durchkontaktierungsstellen individuell durch Durch- 
kontaktierungselemente ersetzt werden. Dieses ist eine besonders preisgiinstige 
Moglichkeit zu Realisierung der vorDteilhaften Durchkontaktierungen. 

[017] Dabei ist in besonders vorteilhafter Weise vorgesehen, dass das Durchkon- 

taktierungsDelement ein insbesondere aus Blech aisgebildetes Steckelement ist, 
welches eine ebene Kontaktflache und einen Stiftbereich aufweist, welcher iiber einen 
Federabschnitt federnd mit der Kontaktflache verbunden ist, wobei die Kontaktflache 
biindig aif dem Kontaktbereich des Schaltungstragers anliegt und wobei der 
Stiftbereich durch das Durchgangsloch hindurchlauft, wenn das Steckelement als 
Durcticontaktierungselement in dem Durchgangsloch eingesetzt ist. Besonders 
bevorzugt ist die ebene Kontaktflache des Steckelementes dabei derart ausgelegt, dass 
diese in einer besonders leicht zu realisierenden Weise mit dem entsprechenden Kon- 
taktbereich des Schaltungstragers kontaktiert werden kann. Der Federabschnitt, der die 
Kontaktflache mit dem Stiftbereich verbindet, dient unter anderem dazu, das 
Steckelement sicher in dem Durchgangsloch zu fixieren, bevor das Element durch bei- 
spielsweise Loten mit den entsprechenden Kontaktbereichen des Schaltungstragers fest 
verbunden und kontaktiert wird. Selbstverstandlich sind hier aber auch andere Ausfiih- 
rungsformen und Ausgestaltungsformen des Steckelementes denkbar. So ist es 
moglich, das Steckelement aus einem Material auszubilden, das an die entsprechenden 



WO 2005/081594 



7 



PCT/EP2005/050649 



Anforderungen individuell angepasst ist. Denkbar ware beispielsweise als Ba- 
sismaterial fur das Steckelement ein elektrisch leitfahiges Polymer zu verwenden. 

[018] Um zu erreichen, dass auf dem Schaltungstrager beidseitig SMD- Baiteile (SMD= 
Surface Monted Device) und einseitig bedrahtete, bzw. THD- Baiteile (THD= 
Through Hole Device) verwendbar sind, sind die ersten Gruppe der elektronischen 
Bauteile derartige Baiteile, die mittels einer SMD- Technologie auf einem SMD- 
Bereich auf der ersten Seite des Schaltungstragers bestuckt werden, wohingegen die 
zweite Gruppe der elektronischen Baiteile derartige Baiteile sind, die sowohl mittels 
einer SMD- Technologie auf einem SMD- Bereich der zweiten Seite des Schal- 
tungstragers als ach mittels einer THD- Technologie auf einem THD- Bereich der 
zweiten Seite des Schaltungstragers bestuckt werden. Dabei ist vorgesehen, dass der 
THD- Bereich der zweiten Seite verschieden vom SMD- Bereich der zweiten Seite ist, 
und dass der SMD- Bereich der zweiten Seite ein dem SMD- Bereich der ersten Seite 
entsprechender und gegenUberliegender Bereich ist. 

[019] Denkbar hierbei ware jedoch ach, dass die erste Gruppe der elektronischen 

Baiteile derartige Bauteile sind, die sowohl mittels einer SMD- Technologie atf einem 
SMD- Bereich der ersten Seite des Schaltungstragers als audi mittels einer THD- 
Technologie auf einem THD- Bereich der ersten Seite des Schaltungstragers bestuckt 
werden, wohingegen die zweite Gruppe der elektronischen Bauteile derartige Baiteile 
sind, die mittels einer SMD- Technologie auf einem SMD- Bereich der zweiten Seite 
des SchalOtungstragers bestuckt werden. Dabei ist vorgesehen, dass der THD- Bereich 
der ersten Seite verschieden vom SMD- Bereich der ersten Seite und der SMD- 
Bereich der zweiten Seite ein dem SMD- Bereich der ersten Seite entsprechender und 
gegenUberliegender Bereich ist. 

[020] Die entsprechenden Lottechniken in der Elektronikfertigung, insbesondere die 

THD- Technologie fiir durchsteckmontierte Baielemente und die SMD-Technologie 
fiir oberflachenmontierte Baielemente sind aus dem Stand der Technik bekannt und 
werden hier nicht naher erlautert. 

[021] Als vorteilhafte Weiterbildung des erfindungsgemafien Herstellungsverfahrens ist 

vorDgesehen, dass bei dem Verfahrensschritt des Einrichtens von Signaliibertragungs- 
und/oder Leistungsversorgungsverbindungen zwischen der ersten Seite und der 
zweiten Seite des Schaltungstragers Steckbereiche ausgebildet werden, die sich an 
einem Randbereich gegeniiberliegend und miteinander konjugierend auf der ersten 
Seite und der zweiten Seite des Schaltungstragers erstrecken, wobei anschlieBend 
Steckelemente auf die gegeniiberliegend ausgebildeten und miteinander konju- 
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gierenden Steckbereiche aufgesteckt werden. 
[022] Besonders bevorzugt werden zur Einrichtung von Signalubertragtingsverbindungen 

zumindest ein Kontaktbereiche af der ersten Seite des Schaltungstragers und 
zumindest ein Kontaktbereich auf der zweiten Seite des Schaltungstragers aisgebildet, 
die anschlieBend mit einem Leiterelement, wie etwa einem Kabel- Jumper, verbunden 
werden. 

[023] Hinsichtlich einer weiteren, besonders bevorzugten Ausfiihrungsform des 

erfindungsDgemaBen Verfahrens ist ferner vorgesehen, dass zumindest ein Durch- 
gangsloch in dem Schaltungstrager, zumindest ein erster Kontaktbereich aif der ersten 
Seite des Schaltungstragers und zumindest ein zweiter Kontaktbereich aif der zweiten 
Seite des Schaltungstragers aisgebildet werden und anschlieBend ein Durchkontaktie- 
rungselement in das zumindest eine Durchgangsloch eingesetzt wird, um den 
zumindest einen ersten Kontaktbereich mit dem zumindest einem zweiten Kon- 
taktbereich elektrisch zu verbinden. 

* * 

[024] Weitere Vorteile und ZweckmaBigkeiten der Erfindung werden im Ubrigen aus der 

nachfolgenden Beschreibung der bevorzugten Ausfiihrungsformen anhand der Figuren 
deutlich. 
[025] Es ist zeigen: 

Fig. 1 die Blendenseite einer ersten bevorzugten Ausfiihrungsform der er- 
findungsgeOmaBen elektronischen Baugruppe; 

Fig. 2 die zu der in Fig. 1 dargestellten Blendenseite zugehorige Gerateseite der er- 
findungsgemaBen elektronischen Baugruppe gemaB der ersten Ausfiihrungsform; 

Fig. 3 die Blendenseite einer weiteren bevorzugten Ausfiihrungsform der erfin- 
dungsgemaBen elektronischen Baugruppe; 

Fig. 4 die zur Blendenseite der in Fig. 3 dargestellten Ausfiihrungsform der 
erfinDdungsgemaBen elektronischen Baugruppe zugehorige Gerateseite; 

Fig. 5 eine schematische Darstellung einer weiteren Ausfiihrungsform der 
erfindungsDgemaBen elektronischen Baugruppe im eingebauten Zustand; 

Fig. 6 eine dreidimensionale Darstellung einer Ausfiihrungsform des erfin- 
dungsgemaBen Durchkon taktierungselements . 

Fig. 1 zeigt die Blendenseite 5 einer bevorzugten Ausfiihrungsform der elek- 
tronischen Baugruppe 1 . Bei der hier dargestellten Ausfiihrungsform handelt es sich 
um eine erste Variante der Baugruppe 1, bei der sich auf der Blendenseite 5 atf einem 
SMD-Bereich 19 SMD-Baiteile 2 und der Schwall-Lotbereich 20 der aif der Ge- 
rateseite 7 eingesetzten THD-Baiteile 4' befinden. 
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[033] Fig. 2 zeigt die zu der in Fig. 1 dargestellten Blendenseite 5 zugehorige Ge- 
rateseite 7 der ersten bevorzugten Ausfiihrungsform der elektronischen Baigruppe 1. 
Auf der Gerateseite 7 befinden sich sowohl SMD-Baiteile 4 als ach die THD- 
Bauteile 4\ wobei die THD-Batfeile 4' auf einem THD-Bereich 20' der Gerateseite 7 
angeordnet sind, welcher dem Schwall-Lotbereich 20 der Blendenseite 5 genai gegen- 
uberliegt. Die SMD-Baiteile 4 konnen auf der Gerateseite 7 sowohl auf dem THD- 
Bereich 20' als auch auf dem SMD-Bereich 19' angeordnet sein. Der SMD-Bereich 
19' der GerateDseite 7 liegt dem SMD-Bereich 19 der Blendenseite 5 genau gegenuber. 

[034] Bezug nehmend auf Fig. 1 sind auf der Blendenseite 5 der elektronischen 

BauDgruppe 1 in dem SMD-Bereich 19 eine erste Gruppe elektronischer Bauteile 2 zur 
Gestaltung einer Benutzerschnittstelle bestiickt. Diese erste Gruppe der elektronischen 
Bauteile 2 setzt sich beispielsweise aus Schaltern, Tastern, Potentiometern, Anzeige- 
elementen, Siebensegementanzeigen, Leuchtdioden und ahnlichen elektronischen 
Komponenten zusammen. Diese elektronischen Komponenten sind jeweils SMD- 
Baiteile, d.h. Bauteile, die mittels einer ais dem Stand der Technik bekannten SMD- 
Technologie auf der Oberflache 5 der Platine bestiickt wurden. Die SMD-Technologie 
weist dabei ublicherweise die Verfahrensschritte des Dispensens, des Bestuckens und 
des anschliefienden Kontaktierens der Bauteile 2 arf. Jene Schritte sind aus dem Stand 
der Technik bekannt und werden hier nicht naher erlautert. 

[035] Wie in der Fig. 1 gezeigt, kann auf der Blendenseite 5 in dem SMD-Bereich 19 der 

Baigruppe 1 ferner optional ein Microcontroller 27 angeordnet sein, der zur Steuerung 
bzw. Ansteuerung der ebenfalls auf der Blendenseite 5 angeordnete, elektronischen 
Bauteile 2 der ersten Gruppe zur Gestaltung der Benutzerschnittstelle vorhanden ist. In 
diesem Zusammenhang ist jener Microcontroller 27 ebenfalls als ein Bauteil 2 der 
ersten Gruppe anzusehen, da er in erster Linie zur Gestaltung der Benutzerschnittstelle 
der elektronischen Baigruppe 1 dient. 

[036] GemaB der Fig. 2 sind auf der Gerateseite 7 sowohl SMD-Bauteile 4 als auch THD- 
Bauteile 4' vorgesehen. Die SMD-Bauteile 4 liegen auf dem SMD-Bereich 19' , der 
geDnai gegenuber dem SMD-Bereich 19 der Blendenseite 5 positioniert ist. Auf 
ahnliche Weise sind die THD-Bauteile 4' bzw. die bedrahteten Bauteile 4' aif der Ge- 
rateseite 7 in dem Bereich 20' angeordnet, der dem SMD-Bereich 20 der Blendenseite 
5 entspricht und gegeniiberliegt. Die aif der Gerateseite 7 angeordneten Bauteile 4, 4' 
gehoren zu einer zweiten Gruppe elektronischer Bauteile, die zur Gestaltung eines 
Rechner- und Steuermoduls der elektronischen Baigruppe 1 dienen. Jene elek- 
tronischen Bauteile 4, 4' der zweiten Gruppe setzen sich ais dem Master-Mi- 
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krocontroller 28 und den zugehorigen Schaltungen bzw. Chips zusammen. 

[037] Bei der elektronischen Baugruppe 1 gemaB der ersten Ausfiihrungsform wird als 

Schaltungstrager-Basismaterial das CEM-1-, CEM-3- oder SR-4-Material verwendet. 
Jene Materialen zeichnen sich durch verbesserte mechanische und elektrische Ei- 
genschaften ais. Dabei ist vorgesehen, dass die Basismaterialien zweiseitig beschichtet 
sind. Um die Herstellungskosten der elektronischen Baugruppe 1 zu reduzieren, wird 
bewusst bei den Leiterplatten-Basismaterialien auf bereits vorab eingebrachte Durch- 
kontaktierungsstellen, insbesondere STH-Durchkontaktierungen, verzichtet. Zum 
wechselseitigen Ubertragen von Steuersignalen zwischen den Baiteilen 2 der 
Blendenseite 5 und den Baiteilen 4, 4' der Gerateseite 7 sind stattdessen 
SignalUberDtragungseinrichtungen 6 vorgesehen. Diese Signalubertragungsein- 
richlungen 6 dienen des weiteren zur Versorgung der elektronischen Bauteile 2 der 
Blendenseite 5 mit elektrischer Leistung iiber die Gerateseite 7 oder umgekehrt. 

[038] GemaB der in den Figpren 1 und 2 dargestellten ersten bevorzugten Ausfiih- 

rungsform der erfindungsgemaBen elektronischen Baugruppe 1 sind als Signalubertra- 
gungseinrichtunDgen 6 Steckelemente 8 sowie Durchkontaktierungselemente 10 
vorgesehen. Die Steckelemente 8 werden an jeweiligen Randbereichen 11 des Schal- 
tungstragers 3 aufgebracht. Hierzu wurden an den jeweiligen Positionen des 
Randbereichs 11 des Schaltungstragers 3 sogenannte Steckbereiche 12 aasgebildet. 
Damit verbinden diese Steckelemente 8 die gegenuberliegenden, af der Blenden- und 
der Gerateseite 5, 7 des Schaltungstragers ausgebildete und miteinander konjugierende 
Steckbereiche 12 elektrisch. Die Steckbereiche 12 selber sind iiber Leiterbahnen (nicht 
explizit dargestellt) mit den jeweiligen Baiteilen 2, 4, 4' elektrisch verbunden; 
denkbar ist jeDdoch axh, dass die Steckbereiche 12 zumindest teilweise iiber Bon- 
dingdrahte oder anderen Drahten mit den jeweiligen Anschliissen der Baiteile 2, 4, 4' 
verbunden sind. 

[039] Als weitere Signaliibertragungseinrichtungen 6 sind in der ersten bevorzugten 
AusDfuhrungsform der erfindungsgemaBen elektronischen Baugruppe 1 ferner 
DurchkonDtaktierungselemente 10 vorgesehen, die jeweils durch ein Durclgangsloch 
15 in dem Schaltungstrager 3 hindurchlaufen und einen ersten Kontaktbereich 14 der 
Blendenseite 5 des Schaltungstragers 3 mit einem zweiten Kontaktbereich 14' arf der 
Gerateseite 7 des Schaltungstragers 3 elektrisch verbinden. Dabei ist vorgesehen, dass 
die jeweiligen Durchgangslocher 15 in dem Schaltungstrager 3 durch Stanzen, Bohren, 
Laserbohren oder aber audi durch Frasen eingebracht werden. In der Fig. 1 ist ferner 
zu erkennen, dass der erste Kontaktbereich 14 der Durchkontaktierungselemente 10 in 
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den Schwallbereich 20 der Blendenseite 5 fallt. Das Durchkontaktierungselement 10 
kann demgemaB als ein THD-Baiteil 4' betrachtet werden, dass beispielsweise mittels 
Schwallloten fixiert und entsprechend kontaktiert wird. 
[040] Die erste Ausfuhrungsform der erfindungsgemaBen elektronischen Baigruppe 1 
zeichDnet sich dadurch aus, dass auf der Blendenseite 5 nur jene elektronischen 
BauOteile 2 angeordnet sind, die zur Gestaltung der Benutzerschnittstelle der 
Baugruppe 1 dienen, wahrend aif der Gerateseite 7 die Bauteile 4, 4' zur Gestaltung 
des Rechner- und Steuermoduls der Baugruppe 1 vorliegen. Dadurch liegt eine 
vollstandige Entflechtung der elektronischen Bauteile 2, 4, 4' vor. Durch die 
Anordnung der Bauteile 2, 4, 4' gemaB der ersten Ausfuhrungsform der vorliegenden 
Erfindung wird erreicht, dass bei Designanderungen bzw. Anderungen der Benutzer- 
schnittstelle nur das Layout der Blendenseite 5 geandert werden muss. Hingegen kann 
-das- Layout der Gerateseite 7 unverandert bleiben, was die im Zusammenhang mit der 
Designveranderung anfallenden Kosten und den Zeitaufwand reduziert. 
[041] Fig. 3 zeigt die Blendenseite 5 einer zweiten bevorzugten Ausfuhrungsform der 

erfinDdungsgemaBen elektronischen Baugruppe 1. 
[042] Fig. 4 zeigt die zu der in Fig. 3 dargestellten Blendenseite 5 zugehorige Ge- 
rateseite 7 jener elektronischen Baigruppe 1 der zweiten bevorzugten Ausfuh- 
rungsform. 

Die zweite bevorzugte Ausfuhrungsform unterscheidet sich von der ersten 
bevorzugDten Ausfuhrungsform gemaB den Figuren 1 und 2 dadurch, dass sich nun auf 
der Blendenseite 5 sowohl SMD-Bauteile 2 als audi bedrahtete bzw. THD-Bauteile 2' 
beOfinden. Auf der entsprechenden Gerateseite 7 konnen sich somit (nicht dargestellte) 
SMD-Bauteile und der Schwalllotbereich 20' der bedrahteten Bauteile 2' der 
Blendenseite 5 befinden. 

In Analogie zu der ersten bevorzugten Ausfuhrungsform der elektronischen 
Baugruppe 1 sind wiederum die zur Ausgestaltung des Blendendesigns verwendeten 
Bauteile 2, 2' ausschlieBlich auf der Blendenseite 5 angeordnet, wahrend auf der Ge- 
rateseite 7 die Bauteile 4 vorliegen, die zur Gestaltung des Rechner- und Steuermodils 
dienen. Aus Kostengriinden ist die elektronische Baugruppe 1 gemaB der zweiten Aus- 
fuhrungsform ebenfalls aus einer zweiseitig mit einem elektrisch leitfahiDgen Material 
beschichteten Schaltungstrager 3 aufgebaut, wobei der SchaltungstraOger 3 frei von 
Durchkontaktierungsstellen, insbesondere STH-Durchkontaktierungsstellen, ist. Die 
fehlenden Durchkontaktierungsstellen werden in Analogie zur ersten bevorzugten Aus- 
fuhrungsform mittels Signalubertragungseinrichiungen 6 in der Gestalt von Steck- 
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elementen 8 und miteinander konjugierenden Steckbereichen 12 ersetzt. 
[045] Einen Unterschied der zweiten bevorzugten Ausfuhrungsform hinsichtlich der 

ersten bevorzugten Ausfuhrungsform ist ferner darin zu sehen, dass hier bewusst nun 
auf Signalubertragungseinrichtungen 6 in der Gestalt von Durchkontaktierungs- 
elementen 10 verzichtet wird, stattdessen Leiterelemente 9, wie etwa Kabel- Jumper, 
vorgesehen sind, die einen ersten Kontaktbereich 13 arf der Blendenseite 5 des Schal- 
tungstragers 1 mit einem zweiten Kontaktbereich 13' aif der zweiten Seite 7 des 
Schaltungstragers 1 elektrisch verbinden. Ferner ist auf der Gerateseite 7 ein Lei- 
terelement 29 vorgesehen, dass zur Leistungsversorgung der elektronischen Baigruppe 
dient. 

[046] Ebenfalls ist aif der Blendenseite 5 der zweiten Ausfuhrungsform optional ein 

MikroDcontrolDler 27 vorgesehen, der zur Ansteuerung bzw. zur Steuerung der auf der 
BlendenOseite 5 vorliegenden Bauteile 2, 2' zur Gestallung der Benutzerschnittstelle 
dient, und hierin ebenfalls als Bauteil 2, 2\ das zur ersten Gruppe zugehort, angesehen 
wird. 

[047] Fig. 5 zeigt eine schematische Darstellung einer weiteren Ausfuhrungsform der 

erfinOdungsgemaBen elektronischen Baugruppe 1 im eingebauten Zustand. In der dar- 
gestellten Ausfuhrungsform liegt eine Sichtweise auf die Blendenseite 5 der elek- 
tronischen Baugruppe 1 vor. Die elektronische Baugruppe 1 ist in Analogie zur ersten 
bevorzugten Ausfuhrungsform der Figuren 1 und 2 susgebildet, d.h. auf der 
Blendenseite 5 befinden sich SMD-Bauteile 2 und der Schwall-Lotbereich 20 der auf 
der Gerateseite 7 angeordneten bedrahteten bzw. THG-Baiteile 4'. Wie dargestellt 
kommuniziert die elektronische Baugruppe 1 iiber ein als Randstecker ausgebildetes 
Steckelement 8 mit einem Antriebsmodul 21 das wiederum mit einem Sensormodul 22 
und einem Aktormodul 23 in Verbindung steht. Die Kommunikation zwischen der 
Baugruppe 1 und dem Antriebsmodul 21 erfolgt iiber einen D-Bus 24, der an den 
Randstecker bzw. das Steckelement 8 an der elektronischen Baugruppe 1 angeordnet 
ist. 

[048] Uber ein Leiterelement 9 auf der Blendenseite 5 der elektronischen Baugruppe 1 
wird ein SPI-D-Bus 25 angeschlossen, der mit einem Display 26 verbunden ist. 
Ebenfalls uber ein Leiterelement 9, das jedoch im Schwall-Lotbereich 20 der 
Blendenseite 5 angeordnet ist, erfolgt eine Leistungsversorg^ing der Baugruppe 1. 
Optional ist denkbar, beispielsweise ein externes Programmwahlermodul mit 
Lichtdesign an die elektronische Baugruppe 1 uber einen oder mehrere Busse 24, 25 
anzuschlieBen, wobei die Kontaktierung atf dem Schwall-Lotbereich 20 der 
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Blendenseite 5 uber Leiterelemente 9 erfolgt. Ferner kann ein zusatzliches Netzteil zur 
Leistungsversorgung der elektronischen Baugruppe bei Bedarf vorgesehen sein. 

[049] Fig. 6 zeigt eine dreidimensionale Ansicht einer moglichen Ausfuhrungsform des 
erOfindungsgemaBen Durchkontaktierungselements 10. Jenes Durchkontak- 
tierungseleDment 10 lauft im eingesetzten Zustand durch ein Durctgangsloch 15 in 
dem Schaltungstrager 3 hindurch und verbindet einen ersten Kontaktbereich 14 auf der 
einen Seite 5, 7 des Schaltungstragers 3 mit einem zweiten Kontaktbereich 14' auf der 
zweiten Seite des Schaltungstragers 7, 5. Hierbei ist beispielsweise denkbar, dass auf 
der Oberseite des Durchkontaktierungselements 10, die der Kontaktflache 16 
entspricht, die Kontaktierung des Durchkontaktierungselements 10 durch Reflow- 
Loten erfolgt, wahrend die Unterseite bzw. der Stiftbereich 17 des Durchkontaktie- 
rungselements 10 mittels Schwall-Loten fixiert bzw. mit den jeweiligen Kontakt- 
bereichen 14, 14' elektrisch verbunden wird: 

[050] Das dargestellte Durchkontaktierungselement 10 ist ein, insbesondere aus Blech, 
ausDgebildetes Steckelement, welches eine ebene Kontaktflache 16 und einen 
Stiftbereich 17 aufweist, welcher liber einen Federabschnitt 18 federnd mit der Kon- 
taktflache 16 verbunden ist, wobei die Kontaktflache 16 biindig auf dem Kon- 
taktbereich 14, 14' des Schaltertragers 3 anliegt und wobei der Stiftbereich 17 durch 
das Durclgangsloch 15 hindurch lauft, wenn das Durchkontaktierungselement 10 in 
dem Durclgangsloch 15 eingesetzt ist. 

[051] Die Vorteile der erfindungsgemaBen elektrischen Baugruppe 1 gemaB den obig 

beDschriebenen bevorzugten Ausfuhrungsformen gegenuber bekannten Losungen sind 
insbesondere in der Entkopplung von Design und Funktion durch geschickte 
Anordnung der Baiteile 2, 2', 4, 4' atf je einer Leiterplattenseite 5,7, in den Kosten- 
einsparungen durch Wegfall eines separaten Bedienmoduls, das bei bisherigen 
Losungen die designrelevanten Bauteile aifnimmt und durch Bauraimeinsparungen 
durch Wegfall des separaten Bedienmoduls zu sehen. 

[052] Bezugszeichenliste 

[053] 1 Elektronische Baugruppe 

[054] 2 Elektronische Bauteile der ersten Gruppe (SMD-Baiteile) 
[055] 2' Elektronische Bauteile der ersten Gruppe (THD-Bauteile) 
[056] 3 Schaltungstrager 

[057] 4 Elektronische Baiteile der zweiten Gruppe (SMD-Bauteile) 
[058] 4' Elektronische Bauteile der zweiten Gruppe (THD-Bauteile) 
[059] 5 Erste Seite bzw. Blendenseite 



WO 2005/081594 



14 



PCT/EP2005/050649 



6 Signaliibertragungseinrichlung 

7 Zweite Seite bzw. Gerateseite 

8 Steckelement 

9 Seitenelement, Leiterelement 

10 Durchkontaktierungselement 

1 1 Randbereich 

12 Steckbereich 

13, 13' Kontaktbereich 

14, 14' Kontaktbereich 

15 Durchgangsloch 

1 6 Kontaktflache 

17 Stiftbereich 

18 Federabschnitt ~ 

19, 19' SMD-Bereich der ersten / zweiten Seite 

20, 20' THD-Bereich der ersten / zweiten Seite 

21 Antriebsmodul 

22 Sensormodul 

23 Aktormodul 

24 D-Bus 

25 SPI-G-Bus 

26 Display 

27 Mikro-Controller 

28 Master-Controller 

29 Leiterelement zur Leistungsversorgung 
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Anspruche 

[001] Elektronische Baugruppe, die zumindest einen zweiseitig mit einem elektrisch 

leitfahigem Material beschichteten Schaltungstrager (3) aufweist, wobei der Sch 
altungstrager (3) mit einer ersten Gruppe elektronischer Baiteile (2) zur 
Gestaltung einer Benutzerschnittstelle und mit einer zweiten Gruppe elek- 
tronischer Baiteile (4) zur Gestaltung eines Rechner- und Steuermoduls bestiickt 
ist, dadurch gekennzeichnet, dass die erste Gruppe der elektronischen Baiteile 
(2) zur Gestaltung der Benutzerschnittstelle arf einer ersten Seite (5) des Schal- 
tungstragers (3) und die zweite Gruppe der elektronischen Baiteile (4) zur 
Gestaltung des Rechner- und Steuermoduls aif einer der ersten Seite (5) gegen- 
uberliegenden, zweiten Seite (7) des Schaltungstragers (3) aufgebracht und 
kontaktiert sind. 

* • * 

• * ... ■ - » - ^ . . 

[002] Elektronische Baugruppe gemaB Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass der 

Schaltungstrager (3) frei von Durchkontaktierungsstellen, insbesondere STH- 
Durchkontaktierungsstellen, ist. 
[003] Elektronische Baugruppe gemaB Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, 

dass der Schaltungstrager (3) zumindest eine Signalubertragungseinrichtung (6) 
aufweist zum wechselseitigen Ubertragen von Steuersignalen zwischen der 
ersten Gruppe der elektronischen Baiteile (2) aif der ersten Seite (5) des Schal- 
tungstragers (3) und der zweiten Gruppe der elektronischen Baiteile (4) atf der 
zweiten Seite (7) des Schaltungstragers (3) und/oder zur Versorgung der ersten 
Seite (5) mit elektrischer Leistung uber die zweite Seite (7) oder umgekehrt. 
[004] Elektronische Baugruppe gemaB Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, dass die 

Signalubertragungseinrichtung (6) zumindest ein Steckelement (8) aufweist, das 
an einem Randbereich (1 1) des Schaltungstragers (3) uber gegen-uberliegende, 
aif der ersten und der zweiten Seite (5;7) des Schaltungstragers (3) aisgebildete 
und miteinander konjugierende Steckbereiche (12) gesteckt wird. 
[005] Elektronische Baugruppe gemaB Anspruch 3 oder 4, dadurch gekennzeichnet, 

dass die Signalubertragungseinrichtung (6) zumindest ein Leiterelement (9), ins- 
besondere einen Kabel- Jumper, aufweist, das einen ersten Kontaktbereich (13) 
aif der ersten Seite (5) des Schaltungstragers (3) mit einem zweiten Kon- 
taktbereich (130 auf der zweiten Seite (7) des Schaltungstragers (3) elektrisch 
verbindet. 

[006] Elektronische Baugruppe gemaB einem der Anspruche 3 bis 5, dadurch ge- 
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kennzeichnet, dass die SignalubertragungseinricMing (6) zumindest ein Durch- 
kontaktierungselement (10) aifweist, das durch ein Durchgangsloch (15) in dem 
Schaltungstrager (3) hindurchlauft und einen ersten Kontaktbereich (14) auf der 
ersten Seite (5) des Schaltungstragers (3) mit einem zweiten Kontaktbereich 
(14') auf der zweiten Seite (7) des Schaltungstragers (3) elektrisch verbindet. 
[007] Elektronische Baugruppe gemaB Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, dass das 

Durchkontaktierungselement (10) ein insbesondere aus Blech ajsgebildetes 
Steckelement ist, welches eine ebene Kontaktflache (16) und einen Stiftbereich 
(17) aufweist, welcher iiber einen Federabschnitt (18) federnd mit der Kon- 
taktflache (16) verbunden ist, wobei die Kontaktflache (16) biindig aif dem 
Kontaktbereich (14,14') des Schaltungstragers (3) anliegt und wobei der 
Stiftbereich (17) durch das Durchgangsloch (15) hindirchlauft, wenn das 
Steckelement (10) als Durchkontaktierungselement (10) in dem Durchgangsloch 
(15) eingesetzt ist. 

[008] Elektronische Baugruppe gemaB einem der vorhergehenden AnsprUche, dadurch 

gekennzeichnet, dass die erste Gruppe der elektronischen Bauteile (2) mittels 
einer SMD- Technologie auf einem SMD- Bereich (19) der ersten Seite (5) des 
Schaltungstragers (3) bestiickte Bauteile sind und die zweite Gruppe der elek- 
tronischen Bauteile (4) sowohl mittels einer SMD- Technologie auf einem SMD- 
Bereich (19') der zweiten Seite (7) des Schaltungstragers (3) bestiickte Bauteile 
als auch mittels einer THD- Technologie auf einem THD- Bereich (200 der 
zweiten Seite (7) des Schaltungstragers (3) bestiickte Bauteile sind, wobei der 
THD- Bereich (20') der zweiten Seite (7) verschieden vom SMD- Bereich (19') 
der zweiten Seite (7) ist und wobei der SMD- Bereich (19') der zweiten Seite (7) 
ein dem SMD- Bereich (19) der ersten Seite (3) entsprechender und gegeniiber- 
liegender Bereich ist. 

[009] Elektronische Baugruppe gemaB einem der AnsprUche 1 bis 7, dadurch ge- 

kennzeichnet, dass die erste Gruppe der elektronischen Bauteile (2) sowohl 
mittels einer SMD- Technologie auf einem SMD- Bereich (19) der ersten Seite 
(5) des Schaltungstragers bestiickte Baiteile als auch mittels einer THD- 
Technologie auf einem THD- Bereich (20) der ersten Seite (5) des Schal- 
tungstragers (3) bestiickte Baiteile sind, und die zweite Gruppe der elek- 
tronischen Bauteile (4) mittels einer SMD- Technologie auf einem SMD- 
Bereich (19') der zweiten Seite (7) des Schaltungstragers (3) bestiickte Baiteile 
sind, wobei der THD- Bereich (20) der ersten Seite (5) verschieden vom SMD- 
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Bereich (19) der ersten Seite (5) ist und wobei der SMD- Bereich (19') der 
zweiten Seite (7) ein dem SMD- Bereich (19) der ersten Seite (3) entsprechender 
und gegenuberliegender Bereich ist. 
[010] Verfahren zum Herstellen einer elektronischen Baigruppe gemaB einem der 

Ansprliche 1 bis 9, welches die folgenden Verfahrensschritte arfweist: BestUcke 
n der ersten Seite (5) des Schaltungstragers (3) mit einer ersten Gruppe elek- 
tronischer Baiteile (2) zur Gestaltung der Benutzerschnitts telle der Baugruppe; 
Bestiicken der zweiten Seite (7) des Schaltungstragers (3) mit einer zweiten 
Gruppe elektronischer Bauteile (4) zur Gestaltung eines Rechner- und 
Steuermoduls der Baugruppe; und c) Einrichten von Signalubertragungs- und/ 
oder LeistungsversorgungsverObindungen zwischen der ersten Seite (5) und der 
zweiten Seite (7). 

[011] Verfahren gemaB Anspruch 10, dadurch gekennzeichnet, dass der Verfah- 

rensschritt c) ferner folgende Verfahrensschritte arfweist: Ausbilden von Steck- 
bereichen (12), die sich an einem Randbereich (11) gegeniiberliegend und 
miteinander konjugierend arf der ersten Seite (5) und der zweiten Seite (7) des 
Schaltungstragers (3) erstrecken; und Aufstecken des Steckelements (8) aif die 
gegeniiberliegend ausgebildeten und miteinander konjugierenden Steckbereiche 
(12). 

[012] Verfahren gemaB Anspruch 10 oder 11, dadurch gekennzeichnet, dass der Ver- 

fahrensschritt c) ferner folgende Verfahrensschritte arfweist: Ausbilden von 
zumindest einem ersten Kontaktbereich (13) arf der ersten Seite (5) des Schal- 
tungstragers (3) und von zumindest einem zweiten Kontaktbereich (13') arf der 
zweiten Seite (7) des Schaltungstragers (3); und Verbinden des zumindest einen 
ersten Kontaktbereiches (13) mit dem zumindest einen zweiten Kontaktbereich 
(13') mittels eines Leiterelements (9). 

[013] Verfahren gemaB einem der Anspruche 10 bis 12, dadurch gekennzeichnet, dass 

der Verfahrensschritt c) ferner folgende Verfahrensschritte arfweist: Ausbilden 
von zumindest einem Durclgangsloch (15) in dem Schaltungstrager (3); 
Ausbilden von zumindest einem ersten Kontaktbereich (14) auf der ersten Seite 
(5) des Schaltungstragers (3) und von zumindest einem zweiten Kontaktbereich 
(14') aif der zweiten Seite (7) des Schaltungstragers (3); und Einsetzen eines 
Durchkontaktierungselement (10) in das zumindest eine Durchgangsloch (15), 
um den zumindest einen ersten Kontaktbereich (14) mit dem zumindest einen 
zweiten Kontaktbereich (14') elektrisch zu verbinden. 
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